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１． 概要（Summary） 
評価用 LED pkg の組み立て 
・チップのダイボンドおよびワイヤーボンド実施 
・Pkg のダイシング実施 

 
Die & Wire bonder        Dicing Saw 

 
２．実験（Experimental） 
使用した装置 
・エポキシダイボンダー：WEST・BOND 7200CR 
・ワイヤーボンダー：WEST・BOND 747677E 
・ダイシングソー：DISCO DAD322 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

 
Fig1. Image of LED device 

写真のような LED pkg を組み立てることができた。 
・ワイヤーボンダーは問題なし。 
・ワイヤーボンダーは Au 線 25umΦ20umΦを使用 
 して 1st のボール径および US Power の条件出し 
 を行い良好な 1st ボールが得られた。 
・pkg のダイシングのブレードの選定，断面評価を 
 実施し良好な結果が得られた。 
  
  
４．その他・特記事項（Others） 
なし。 
 
 
５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
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６．関連特許（Patent） 
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